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１．概要（Summary） 

ビジネス現場や家庭内で活躍するアシスタントロボット

の出現が求められている。そのロボットは人間と協働する、

直接触れ合うために触覚が必要となる。触覚の構成要素

である温感は接触対象物の認識において重要である。温

感を実現するためには、温度を感知するだけでなく、接触

体との熱流を測定することが重要となる。温度センサ自身

の高い応答性と実装容易性が求められる。そのため温感

を測定するセンサをポリイミドフィルム上に成膜することに

した。ポリイミドに製膜するため、低温成膜技術が要求さ

れる。これに関し Al-Ti-N 薄膜サーミスタに関する報告が

ある[1]。温感センサ実現のため、Al-Ti-N サーミスタ膜を

ポリイミドフィルム上に作製した。その結果、B 定数 500K

程度のNTCサーミスタ膜(500nm厚)をポリイミドフィルム上

に製膜することができた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ（金属、絶縁体）蒸着装置 

表面形状測定器（段差計） 

【実験方法】 

ポリイミドフィルム(125µm 厚)を Si ウエハに張り付け、反

応性スパッタリングを行う。ターゲットには Al-Ti 合金ター

ゲットを用いる。スパッタ時、チャンバー圧を 0.6～0.7Pa、

投入電力 200W、ガス質量流量の総量を 14.2sccm とする。

成膜パラメータを膜厚、Ar ガスと N2 ガスの混合比、成膜

温度とし成膜を行う。成膜後に段差計を用いて膜厚を測

定する。膜厚測定後、温度を昇降温させ電気抵抗値の温

度変化を測定する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

膜厚、混合比、成膜温度をパラメータとした反応性スパ

ッタリングにより、Fig.1 のような膜が得られた。条件により、

金属膜、サーミスタ膜、絶縁膜の特性がそれぞれ得られた。

膜厚 500nm、ガス混合比 9：1、成膜温度 250℃の条件で

得られた膜の電気抵抗値の温度変化を測定した。サーミ

スタの感度を示すB定数として、500K程度を持つサーミス

タ膜が得られた。 

今後、感度の改善やセンサへの応用を行っていく。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig.1 Results of forming thin film thermistors 


